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製程FMEA                 FMEA序號：         Page    of    

	
	製程別：                               
	編 製 人：                版次:          

	品名：              
	工程放行日期/主要生產日期：                   
	FMEA日期：(原始)            (修訂)          

	跨功能小組：                                                                                                                

	製程項目

製程要求
	潛在失效

模式
	失效的潛在效果
	嚴

重

性
	等

級
	失效的潛在原因
與結構
	發

生

性
	現行製程管制
	偵

測

性
	R

P

N
	推薦措施
	推薦措施之負責單位/人員及完成日期
	改正後結果

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	採取的措施
	嚴

重

性
	發

生

性
	偵

測

性
	R

P

N

	SOLCERING
STAGE1：

Silicon塗布
將Silicon塗布於TAB輸出端子與CELL交界處,以防止水氣滲入並補強強度
	Silicon塗布不良

	晝面顯示異常
下一流程組立工程無法組立

Silicon分佈不均
	4
3

1
	
	塗布氣壓異常
Silicon塗布的量不足或超過

Silicon未乾燥前就開始作業
	1
1

1
	M/C設定值點檢(1回/S)
全數目視確認

傳票記錄乾燥時間(需15min)
	1
1

1
	4
3

1
	無
無

無
	
	
	
	
	
	

	SOLCERING

STAGE2：

TAB端子焊接及外觀檢查
將TAB輸入端子,與PCB輸出用焊鍚熔接後使之導通
	TAB端子焊接不良

	畫面顯示異常

	4
	
	焊接TOOL溫度,氣缸氣壓,加壓時間異常

焊接TOOL平行度異常

焊接TOOL表面鍚渣殘留

焊接實際溫度異常
	2
1

2

2
	M/C設定值點檢(1回/S)
平行度點檢(1回/S)

TOOL清掃(1回/20pcs)

表面溫度值點檢(1回/S)
	1
1

1

1
	8
4

8

8
	列入定期預防保養項目
無

列入定期預防保養項目(拆卸清潔)

列入定期預防保養項目(實測溫度)
	製造部
×××

製造部

×××

製造部

×××
	已全面實施
已全面實施

已全面實施
	4
4

4
	1
1

1
	1
1

1
	4
4

4


FM-020201R1

備註: 標示此◇符號表示在“現行製程管制”屬預防方式

設計FMEA                 FMEA序號：         Page    of    

	產品：              
	設計責任：                     
	編 製 人：                 版次:          

	組件：              
	工程放行日期：                      
	FMEA日期：(原始)            (修訂)           

	跨功能小組：                                                                                                                

	產品功能

或組件功能
	潛在失效

模式
	失效的潛在效果
	嚴

重

性
	等

級
	失效的潛在原因與結構
	發

生

性
	現行設計管制
	偵

測

性
	R

P

N
	推薦措施
	推薦措施之負責單位/人員及完成日期
	改正後結果

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	採取的措施
	嚴

重

性
	發

生

性
	偵

測

性
	R

P

N

	背光模組

包含Frame、Lamp、Film等部材為LCD模組的光源供應部分,並支撐著LCD面板為LCD模組的結構主體
	耐衝擊力不足
	(a)經衝擊試驗後面板生產斷線或玻璃破損或連接軟板彈開
	5
	B
	(1)無法於設計先期以模擬進行評估只能待樣品產出時才能進行測試
	2
	(1.1)於產品驗證階段取一定數量的樣品進行測試
	1
	10
	
	
	
	
	
	
	

	
	燈管電源線絕緣包覆材破損
	(a)燈管不亮或

(b)漏電
	4
	B
	(1)燈管電源線被Frame、Bezel邊緣等外力磨損致有裂痕甚至漏蕊
	3
	(1.1)於模組工程CI時全檢
	1
	12
	(1.1.1)現行設計於外緣再包覆一層膠材加以保護

(1.1.2)現行設計將觀管電源接頭改固定在後側以減少背外力接觸的機會
	
	
	
	
	
	

	
	燈管電流不準
	(a)降低亮度
	4
	C
	(1)因不同相位致燈管間產生破壞性的干涉降低亮度
	4
	(1.1)於產品驗證時檢驗
	1
	16
	(1.1.1)現行電源供給設計採不共地的方式可個別控制其燈管電流
	
	
	
	
	
	

	
	LGP晃動
	(a)客戶不接受
	
	
	(1)組立後仍有間隙
	
	(1.1)於產品驗證時檢驗
	
	
	(1.1.1)在LGP單側貼雙面膠單邊固定
	
	
	
	
	
	

	Bezel LCD模組的金屬外框用以將LCD面板與背估模組等部材加以固定包覆
	漏光
	(a)影響視覺效果(a)
	4
	C
	(1) Bezel Gap過大
	2
	(1.1)模組製程中檢查
	1
	8
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	(2) Bezel變形
	2
	(2.1) Bezel平整度列入IQC的檢驗項目

(2.2)模組製程中檢驗
	1
	8
	
	
	
	
	
	
	

	EMI SHIELD COVER

保護PCB

遮蔽EMI
	EMI值過高
	(a)無法通過安規
	
	
	(1)因設計先期不易模擬進行評估,只能待樣品產出時才能進行測試
	
	(1.1)於產品驗證階段取一定數量的樣品進行測試
	
	
	(1.1.1)變更EMI COVER設計

(1.1.2)加貼AL Tape遮蔽
	
	EMI重新測試後符合TCO99規範
	
	
	
	

	AL COVER

承載PCB

強化結構
	螺絲孔滑牙
	PCB無法鎖緊
	
	
	螺絲時扭力過大
	
	
	
	
	(1.1.1)使用扭力起子

(1.1.2)使用Insert Nut
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備註:標示此◇符號表示在“現行設計管制”屬預防方式















































































